
Ein Handy besteht zu  
56 Prozent aus Kunst- 
stoffen, zu 25 Prozent  
aus Metallen, zu 16 Pro- 
zent aus Glas und  
Keramik und zu 3 Prozent  
aus sonstigen Stoffen.

In  Indium: Das 
weiche Schwermetall 
wird bei der Verhüttung 
von Zink gewonnen und 
kommt bei LCD-Displays 
zur Anwendung. Die  
Vorkommen reichen  
laut Forschern nur noch 
wenige Jahre. Herkunft: 
v. a. China, Kanada, Peru.

quelleN: beoachternatur, Empa, Swico, Pusch

Sb  Antimon: ein 
sprödes Schwermetall 
mit geringer Leitfähig-
keit, wird als Inhalts-
stoff der Bleifrei-Lote 
verwendet. Zudem 
Bestandteil der 
Flammhemmer. Wird 
auch Kunststoffen  
(z. B. in Gehäuse, Leiter
platten) beigefügt.  
Herkunft: Südafrika, 
China. Pb  Blei: wird für  

Abschirmungen, etwa 
bei der Beschichtung 
der Leiterplatten, 
eingesetzt. Aufgrund 
von EU-Vorschriften ist  
die Verwendung von 
Blei in elektronischen 
Geräten inzwischen 
stark eingeschränkt. 
Vorkommen: USA,  
Australien, Russland.

Pd  Palladium: weist 
gute elektrische Eigen-
schaften auf, lässt sich 
gut umformen und zu 
dünnen Folien walzen. 
Korrosions- und oxida
tionsbeständig, oft mit 
anderen Metallen le-
giert. Herkunft: Kanada, 
Südafrika, Russland.

Li  Lithium:  
Zähes Leichtmetall, 
thermisch stabil, hohe 
Energiedichte. Wird in 
Batterien und Akkus 
eingesetzt. Grosse 
Vorkommen von 
Lithiumsalzen u. a. in 
Chile, Bolivien, USA, 
Argentinien, Tibet.

Co  Kobalt: wich-
tiger Bestandteil  
der Elektroden von  
Lithium-Ionen-Batte-
rien. Herkunft: Kongo, 
Australien, USA, 
Neukaledonien, Kuba.

As Arsen: wird 
Bleilegierungen zu
gegeben, um die Fes-
tigkeit zu verbessern, 
macht das Blei giess-
bar. Wird als hoch-
reines Element oder in 
Verbindung mit ande-
ren Stoffen (Gallium, 
Indium) für Hochfre-
quenzbauelemente 
verwendet. Herkunft: 
u. a. Schweden.

Au Gold: Wie Silber 
wird Gold wegen der 
guten Leitfähigkeit für 
Kontakte verwendet 
(Leiterplatte, Kontakt-
flächen, Stecker
verbindungen). Sehr 
korrosionsbeständig. 
Herkunft: haupt
sächlich Südafrika.

Be  Beryllium: Le-
giert mit Kupfer, Alumi
nium, Nickel, Eisen, wer
den Härte, Festigkeit, 
Temperaturempfindlich
keit und Korrosions
beständigkeit stark 
verbessert. Meist in 
elektrischen Kontak-
ten. Herkunft: u. a. USA.

Cu  Kupfer: gute 
elektrische Leitfähig-
keit. Kupfer wird in 
Verbindung mit ande-
ren Metallen bei den 
Kontakten auf der Lei-
terplatte eingesetzt. 
Vorkommen: v. a. Chile.

Ag Silber: wird als 
sehr gut leitendes 
Material für die Kon-
taktbahnen auf der 
Leiterplatte verwendet 
(Aufdruckverfahren). 
Vorkommen: v. a. Chi-
na, Mexiko, Australien. 

Ga  Gallium: wird 
als Verbindung Gal
lium-Arsenid für die 
Umwandlung von elek-
trischen in optische 
Signale eingesetzt. Bei 
der Verfügbarkeit von 
Gallium drohen Eng-
pässe. Herkunft: v. a. 
China.

Ta  Tantal: wird aus 
dem seltenen Coltan 
(Columbit-Tantalit) 
gewonnen und für 
Bauteile verwendet, 
die elektrische Ladung 
speichern (Konden
satoren). Tantal er-
möglicht die Verklei-
nerung der Geräte, 
garantiert eine lange 
Lebensdauer und  
hohe Widerstandskraft 
gegen Temperatur-
schwankungen. Die 
globalen Vorkommen 
reichen noch 25 Jahre. 
Herkunft: u. a. Kongo.

Pt  Platin: wird dort 
verwendet, wo Metalle 
auf keinen Fall korro-
dieren dürfen, etwa  
bei hochbelasteten  
Kontakten auf der Lei-
terplatte. Vorkommen: 
Südafrika, Russland, 
Kanada.

Sn  Zinn: weiches, 
silberweisses Schwer-
metall, auf Leiterplatten 
meist in legierter Form 
eingesetzt, zum Teil 
auch Ersatz für Indium. 
Vorkommen: u. a.  
Australien, Malaysia.
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